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Baugruppen werden stetig komplizierter. Der
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seinen Kunden unter dem Namen greenconnect eine kom-

tigkeit in den Mittelpunkt stellt.

Die Produktpalette umfasst die Bereiche: Létdraht, Stangen
und Barrenlote, Lotpasten und Flussmittel.

Damit ermdglichen wir unseren Kunden, einen Schritt
weiter in Richtung nachhaltiger und dkologischer Fertigung
zZu gehen.

Fiir mehr Informationen sprechen Sie uns an!

www.Sstannol.de

Als erster Hersteller im Bereich der Lottechnik bietet Stannol

plette griine Produktpalette an, die den Aspekt der Nachhal-
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